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Abstract of DE1 0054962 

The module has an insulating substrate (5) with a 
main surface to which a semiconducting power 
component (7) is applied, a control substrate (11) 
on which a control IC (1 3) for controlling the 
power component is mounted, a conducting 
bearer plate (2) to which the insulating and 
control substrates are attached and a conductive 
housing (1) attached to the periphery of the 
bearer plate to enclose the substrates and the 
bearer plate. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gesteilt 
(S) Leistungsmodul 

(§) Es wird ein Leistungsmodul angegeben, das ausge- 
zeichnete elektromagnetische Abschirmwirkungen hat, 
durch externes Rauschen praktisch nicht beeinflufct wird 
und kaum als externe Rauschquelle wirkt. Ein isolieren- 
des Substrat (5) ist mit Lot (4) an einer oberen Oberflache 
eines Kuhlkorpers (3) verbunden, der an einer Tragplatte 
(2) befestigt ist. Ein Gleichstrom-Kondensator (16) ist an 
einer Unterseite des Kuhlkorpers (3) durch Adhesion bzw. 
Kleber befestigt. Ein Steuerungssubstrat (11), auf dem 
eine Steuerungs-IC (13) angebracht ist, ist an der Tragplat- 
te (2) befestigt. Ferner sind an der Tragplatte (2) mehrere 
Elektroden (10), eine gleichstromseitige Elektrode, ein 
KaltemitteleinlaS/-ausla(S (9) ein Steuerverbinder (15) vor- 
gesehen. Ein Gehause (1) ist an einem Umfangsbereich 
der Tragplatte (2) befestigt und umgibt das isolierende 
■ Substrat (5), das Steuerungssubstrat (11), den Kuhlkorper 
, (3) und den Gleichstrom-Kondensator (16) gemeinsam 
• mit der Tragplatte (2). Sowohl das Gehause (1) als auch 
die Tragplatte (2) haben Leitfahigkeitseigenschaften. 




3 4 5 16 



UJ 

Q 



Rl INDFRDRUCKFRFI n7.m 101 .T7n/7AR/1 



DE 100 54 962 A 1 

1 2 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft den Aufbau eines Leistungsmoduls 
und insbesondere den Aufbau eines Leistungsmoduls, das 
ein isolierendes Substrat, auf dem ein Halbleiter-Leistungs- 5 
bauelement angebracht ist, und ein Steuerungssubstrat auf- 
weist, auf dem eine Steuerungs-IC zur Steuerung des Halb- 
leiter-Leistungsbauelements angebracht ist. 

Die Fig. 5 und 6 sind eine Perspektiv- und eine Schnittan- 
sicht, die einen Aufbau eines herkommlichen Leistungsmo- 10 
duls zeigen. Wie in Fig. 6 gezeigt, umfaBt das herkornmli- 
che Leistungsmodul ein isolierendes Substrat 105 und ein 
Steuerungssubstrat 113, auf denen jeweils Schaltungsmuster 
(nicht gezeigt) ausgebildet sind, und es umfasst Verbin- 
dungsleitungen 110 und 120 sowie ein Isoliergehause 107. 15 
Ein Halbleiter-Leistungsbauelement 109 ist mittels Lot 108 
auf dem isolierenden Substrat 105 angebracht. Das isolie- 
rende Substrat 105 ist durch Lot 104 in Beruhrung mit einer . 
metallischen Grundplatte 102 vorgesehen. 

Ein Steuerungs-IC 115 zur Steuerung des Halbleiter-Lei- 20 
stungsbauelements 109 ist mittels Lot 114 auf dem Steue- 
rungssubstrat 113 angebracht. Das eine Ende der Verbin- 
dungsleitung 110 ist durch einen Metalldraht 111 mit dem 
isolierenden Substrat 105 oder mit dem Halbleiter-Lei- 
stungsbauelement 109 elektrisch verbunden. Das andere 25 
Ende der Verbindungsleitung 110 ist mit einer Elektrode 
122, die auf dem Steuerungssubstrat 113 vorgesehen ist, 
elektrisch verbunden. Die Elektrode 122 ist mit der Steue- 
rungs-IC 115 elektrisch verbunden. Das eine Ende der Ver- 
bindungsleitung 120 ist mit dem Halbleiter-Leistungsbau- 30 
element 109 iiber einen Metalldraht 121 elektrisch verbun- 
den. Das andere Ende der Verbindungsleitung 120 ist mit ei- 
ner an dem Isoliergehause 107 vorgesehenen Elektrode 123 
elektrisch verbunden. 

Das isolierende Substrat 105, das Steuerungssubstrat 113 35 
und die Verbindungsleitungen 110 und 120 sind in dem Iso- 
liergehause 107 vorgesehen. Ein Innenraum des Isolierge- 
hauses 107, der sich unter dem Steuerungssubstrat 113 be- 
findet, ist mit einem Silizium 112 ausgefullt. AuBerdem ist 
an einer Oberseite des Isoliergehauses 107 eine Abdeckung 40 
117 befestigt. Die Steuerungs-IC 115 ist uber einen auBeren 
VerbindungsanschluB 118, der auf das Steuerungssubstrat 
113 geldtet ist, mit einem Steuerverbinder 119 verbunden, 
der an der Abdeckung 117 vorgesehen ist. 

Die Grundplatte 102 ist mit einer Schraube 103 an einem 45 
Kuhlkorper 101 befestigt. Ein Warmeleitungsfett 116 ist re- 
lativ dick (ungefahr einige hundert um) zwischen der 
Grundplatte 102 und dem Kuhlkorper 101 aufgetragen. 

Bei einem solchen herkommlichen Leistungsmodul ist je- 
doch die elektromagnetische Abschirmung fur das isolie- 50 
rende Substrat 105 und das Steuerungssubstrat 113 nicht 
vollstandig ausgebildet, Es besteht daher das Problem, daB 
das Leistungsmodul durch externes Rauschen, das von ei- 
nem Antriebsmotor oder dergleichen stammt, leicht beein-. 
fluBbar ist und die Zuverlassigkeit verschlechtert wird. 55 

AuBerdem sind die Grundplatte 102 und der Kuhlkorper 
101 mit der Schraube 103 aneinander befestigt. Es ist somit 
erforderlich, einen Platz zur Bildung eines Schrauben lochs 
fur die Schraube 103 in einer oberen Oberflache des Kiihl- 
korpers 101 vorzuseheri. Infolgedessen ergibt sich das Pro- 60 
blem, daB der Kuhlkorper 101 groBer wird. 

AuBerdem wird durch das Erwarmen zum Ausharten des 
Silicongels 112 und das Erwarmen zum Verbinden des iso- 
lierenden Substrats 105 mit der Grundplatte 102 sehr leicht 
eine Verwerfung an dem Isoliergehause 107 und der Grund- 65 
platte 102 erzeugt. Infolgedessen kann die Dicke des War- 
meleitfetts 116 nicht vermindert werden, so daB der Warme- 
widerstand zunimmt und von dem Kuhlkorper 101 erzeugte 



Warmeabstrahlungseffekte reduziert sind. , 

Aufgabe der Erfindung zur Losung dieser Probleme ist 
die.Bereitstellung eiries Leistungsmoduls, das eine ausge- 
zeichnete elektromagnetische Abschirmwirkung hat, prak- 
tisch nicht durch externes Rauschen beeinfluBt wird und 
kaum als externe Rauschquelle wirkt, 

Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung richtet sich 
auf ein Leistungsmodul, das folgendes aufweist: ein isolie- 
rendes Substrat mit einer Hauptoberflache, auf der ein Halb- 
leiterheistungsbauelernent angebracht ist, ein Steuerungs- 
substrat, auf cem eine Steuerungs-IC. zur Steuerung des 
Halbleiter-Leistungsbauelements angebracht ist, eine leitfa- 
hige Tragplatte, an der das isolierende Substrat und das 
Steuerungssubstrat befestigt sind, und ein leitfahiges Ge- 
hause, das an einem AuBenbereich der Tragplatte befestigt 
ist und das das isolierende Substrat und das Steuerungssub- 
strat gerneinsam mit der Tragplatte umgibt. 

Ein zweiter Aspekt der Erfindung richtet sich auf das Lei- 
stungsmodul gemaB dem ersten Aspekt der Erfindung und 
weist ferner einen Kuhlkdrper auf, der in dem Gehause vor- 
gesehen und in Kontakt mit einer Riickseite des isolierenden 
Substrats gehalten wird, die der Hauptoberflache geger, - 
uberliegt, wobei die Tragplatte folgendes aufweist: einen 
KaltemitteleinlaBAauslaB, der mit dem Kuhlkorper gekop- 
pelt ist, eine mit dem Halbleiter-Leistungsbauelement elek- 
trisch vernundene Elektrode sowie einen mit der Steue- 
rungs-IC elektrisch Verbundenen Steuerverbinder, die samt- 
lich durch die Tragplatte hindurch vorgesehen sind. 

Ein dritter Aspekt der Erfindung richtet sich auf das Lei- 
stungsmodul gemaB dem zweiten Aspekt der Erfindung, 
wobei das Halbleiter-Leistungsbauelement ein Spannungs- 
quellen-Inverter ist und das Leistungsmodul weiterhin einen 
Gleichstrom-Kondensator aufweist, der in Kontakt mit dem 
Kuhlkorper dem isolierenden Substrat gegeniiberliegend in 
dem Gehause vorgesehen 1st. 

Ein vierter Aspekt der Erfindung richtet sich auf das Lei- 
stungsmodul gemaB einem der ersten bis dritten Aspekte der 
Erfindung und weist ferner eine Abschirmplatte auf, die 
zwischen dem isolierenden Substrat und dem Steuerungs- 
substrat in dem Gehause vorgesehen ist. 

Ein fiinfter Aspekt der Erfindung richtet sich auf das Lei- 
stungsmodul gemaB einem der ersten bis vierten Aspekte 
der Erfindung, wobei das Gehause und die Tragplatte derar> 
miteinander verbunden sind, daB eine Abdichteigenschai^ 
darin erhalten ist 

Ein sechster Aspekt der Erfindung richtet sich auf das 
Leistungsmodul gemaB dem funften Aspekt der Erfindung, 
wobei ein durch das Gehause und die Tragplatte gebildeter 
Innenraum mit einem inaktiven Material ausgefullt ist, das 
eine Isoliereigenschaf t hat. 

Ein siebter Aspekt der Erfindung richtet sich auf das Lei- 
stungsmodul gemaB dem sechsten Aspekt der Erfindung, 
wobei das Material als ein Kaltemittel wirkt und das Lei- 
stungsmodul weiterhin ein Geblase aufweist, das in dem Ge- 
hause vorgesehen ist, um das Material in dem Gehause um- 
zuwaizen, 

GemaB dem ersten Aspekt der Erfindung sind so won 1 das 
isolierende Substrat als auch das Steuerungssubstrat von 
dem leitfahigen Gehause und der Tragplatte umgeben. Es ist 
daher moglich, ein Leistungsmodul zu erhalten, das ausge- 
zeichnete elektromagnetische Abschirmwirkung hat, prak- 
tisch nicht durch auBeres Rauschen beeinfluBt wird und 
kaum als auBere Rauschquelle wirkt. 

GemaB dem zweiten Aspekt der Erfindung sind der Kaite- 
mitteleinlaBAauslaB, die Elektroden und der Steuerverbin- 
der gerneinsam auf der Tragplatte ausgebildet. Infolgedes- 
sen kann die Konstruktion des Gehauses vereinfacht wer- 
den. 
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GemaB dem dritten Aspekt der Erfindung ist es moglich, 
den EinfluB von externem Rauschen auf den Gleichstrom- 
Kondensator zu vermindern. Feraer ist der Gleichstrom- 
Kondensator in Kontakt mit dem Kuhlkorper vorgesehen. 
Daher kann von dem Gleichstrom-Kondensator erzeugte 
Warme gut durch den Kuhlkorper absorbiert werden. 

GemaB dem vierten Aspekt der Erfindung ist es moglich, 
elektrornagnetische Abschirmwirkungen zwischen dem 
Halbleiter-Leistungsbauelement und dem Steuerungssub- 
strat zu erzielen. 

GemaB dem funften Aspekt der Erfindung ist es moglich, 
ein Leistungsmodul zu erhalten, das ausgezeichnete Staub- 
dichtheit und Wasserdichtheit hat. 

GemaB dem sechsten Aspekt der Erfindung kann die Zu- 
verlassigkeit des Leistungsmoduls erhoht werden. 

GemaB dem siebten Aspekt der Erfindung ist es moglich, 
die Innenseite des Gehauses mit dem umgewalzten Kalte- 
mittel vollstandig zu kiihlen, was in einer Steigerung der 
Warmeabstrahlungswirkung resultiert. 

Diese und andere Aufgaben, Moglichkeiten, Aspekte und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden durch die nach- 
folgende ausfuhrliche Beschreibung deutlicher, wenn sie in 
Zusammenhang mit den angefiigten Zeichnungen betrachtet 
wird. 

Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, die eine Struktur eines 
Leistungsmoduls gemaB einer Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung zeigt; 

Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die die Struktur des Lei- 
stungsmoduls gemaB der Ausfuhrungsform der Erfindung 
zeigt; 

Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die eine Struktur eines Lei- 
stungsmoduls gemaB einer ersten Abwandlung der Ausfuh- 
rungsform der Erfindung zeigt; 

Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die eine Struktur eines Lei- 
stungsmoduls gemaB einer zweiten Abwandlung der Aus- 
fuhrungsform der Erfindung zeigt; 

Fig. 5 ist eine Perspektivansicht, die eine Struktur eines 
herkommlichen Leistungsmoduls zeigt; und 

Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die die Struktur des her- 
kommlichen Leistungsmoduls zeigt. 

Die Fig. 1 und 2 sind eine Perspektiv- und eine Schnittan- 
sicht, die die Struktur eines Leistungsmoduls gemaB einer 
Ausfuhrungsform der Erfindung zeigen. Zur Vereinfachung 
der Beschreibung und der Zeichnungen entspricht die 
Schnittansicht von Fig. 2 nicht in jeder Hinsicht einem 
Schnitt der Struktur, die in Fig. 1 perspektivisch gezeigt ist. 
GemaB Fig. 1 umfaBt das Leistungsmodul gemaB dieser 
Ausfuhrungsform auBerlich zwei Teile, d, h. ein Gehause 1 
und eine Tragplatte 2. GemaB Fig. 2 ist an einer oberen 
Oberflache eines isolierenden Substrats 5 durch Lot 6 ein 
Halbleiter-Leistungsbauelement 7 wie etwa ein Spannungs- 
quellen-Inverter angebracht. Eine nicht gezeigte Haupt- 
schaltung ist auf der oberen Oberflache des isolierenden 
Substrats 5 ausgebildet. cDie Hauptschaltung ist mit dem 
Halbleiter-Leistungsbauelement 7 durch einen Metalldraht 8 
elektrisch verbunden und umfaBt einen Schaltstromkreis 
und dergleichen. Das isolierende Substrat 5 ist mittels Lot 4 
mit einer oberen Oberflache eines Kiihlkorpers 3 verbunden, 
der an der Tragplatte 2 befestigt ist. Ein Gleichstrom-Kon- 
densator 16, der ein Paar von P- und N-Elektroden (nicht ge- 
zeigt) hat, ist an einer Bodenflache des Kiihlkorpers 3 haf- 
tend angebracht. Der Gleichstrom-Kondensator 16 dient 
dazu, eine Spannungsschwankung in einem Leistungsmodul 
fiir groBe Leistung zu verhindem. Die P- und die N-Elek- 
trode des Gleichstrom-Kondensators 16 sind mit einer auBe- 
ren Energiequelle, einer Batterie oder dergleichen durch 
eine gleichstromseitige Elektrode und einen Kaltemittelein- 
laB/-auslaB 9 verbunden. 



An der Tragplatte 2 ist ein Steuerungssubstrat 11 befe- 
stigt. Ein Steuerungs-IC 13 zur Steuerung des Halbleiter- 
Leistungsbauelements 7 ist an einer obereniOberflache des 
Steuerungssubstrats 11 durch Lot 12 angebracht. AuBerdem 

5 ist ein nicht gezeigtes Schaltungsmuster auf der oberen 
Oberflache des Steuerungssubstrats 11 ausgebildet. Das 
Schaltungsmuster ist mit dem Steuerungs-IC 13 elektrisch 
verbunden. Das Steuerungssubstrat 11 ist mit dem Halblei- 
ter-Leistungsbauelement 7 durch einen Metalldraht 21 elek- 

10 trisch verbunden. 

Die Tragplatte 2 ist mit einer Vielzahl von Elektroden 10 
(drei in den Fig. 1 und 2), der gleichstrbmseitigen Elektrode 
und dem KaltemitteleinlaBAauslaB 9 sowie einem Steuer- 
verbinder 15 versehen. Die Elektrode 10 ist durch den Me- 

15 talldraht 8 mit der auf der oberen Oberflache des isolieren- 
den Substrats 5 ausgebildeten Hauptschaltung elektrisch 
verbunden. Die gleichstromseitige Elektrode und der Kalte- 
mitteleinlaBAauslaB 9 sind mit dem Kuhlkorper 3 gekoppelt. 
Der Steuerverbinder 15 ist durch einen Metalldraht 14 mit 

20 dem auf der oberen Oberflache des Steuerungssubstrats 11 
ausgebildeten Schaltungsmuster elektrisch verbunden. Der 
Steuerverbinder 15 ist dabei indirekt mit dem Steuerungs-IC 
13 elektrisch verbunden. Der Steuerverbinder 15 dient dazu, 
ein Steuersignal zwischen einer internen Schaltung und ei- 

25 ner externen Schaltung zu ubertragen und zu empfangen. 
Die Elektrode 10, die gleichstromseitige Elektrode und der 
KaltemitteleinlaBAauslaB 9 sowie der Steuerverbinder 15 
sind samtlich durch die Tragplatte 2 hindurch ausgebildet 
und sind an der Tragplatte 2 beispielsweise durch Adhasion 

30 bzw. Kleber befestigt. In diesem Fall kann die Verwendung 
eines bei Raumtemperatur hartenden Klebstoffs die Ausbil- 
dung einer Verwerfung an der Tragplatte 2 verhindem. 

Das Gehause 1 ist an einem Umfangsbereich der Trag- 
platte 2 befestigt und umgibt das isolierende Substrat 5, das 

35 Steuerungssubstrat 11, den Kuhlkorper 3 und den Gleich- 
strom-Kondensator 16 gemeinsam mit der Tragplatte 2. Da- 
bei sind das isolierende Substrat 5, das Steuerungssubstrat 
U, der Kuhlkorper 3 und der Gleichstrom-Kondensator 16 
in einem Innenraum vorgesehen, der durch das Gehause 1 

40 und die Tragplatte 2 gebildet ist. Das Gehause 1 und die 
Tragplatte 2 sind beispielsweise mittels NahtschweiBen, 
Ktebeverbindung oder dergleichen miteinander verbunden. 
Es ist infolgedessen moglich, die Abdichteigenschaft des 
durch das Gehause 1 und die Tragplatte 2 gebildeten Innen- 

45 raums aufrechtzuerhalten und ein Leistungsmodul zu erhal- 
ten, das ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich der Um- 
gebung wie etwa Staubdichtheit, Wasserdichtheit oder der- 
gleichen hat. Wenn das Verbinden mit Hilfe von Klebstoff 
erfolgt, ist es vorteilhaft, einen leitfahigen Klebstoff zu ver- 

50 wenden. Dadurch konnen elektrornagnetische Abschirmef- 
fekte verstarkt werden. 

Zur Erzielung der Eigenschaft der Leitfahigkeit ist das 
Gehause 1 aus einem Metall geformt, das Korrosionsbestan- 
dig und rostfrei ist, wobei eine Oberflache des Metalls *rnit 

55 einer metallischen Dunnschicht, die Korrosionsbestandig 
ist, durch galvanisches Beschichten oder dergleichen, mit 
einem Harz, mit Kerarnik oder mit Kunststoff beschichtet 
ist. Beispielsweise ist das Gehause 1 durch Tiefziehen von 
Aluminium hergestellt. Das Gehause 1 ist nicht immer als 

60 Gehause ausgebildet, sondern kann als Larninatschicht aus- 
gebildet sein, wobei auf einer Metallfolie eine Kunststoff- 
diinnschicht ausgebildet ist. Mit einer solchen Struktur ist es 
moglich, das Fertigungsverfahren auf einfache Weise durch- 
zufuhren und die Fertigungskosten zu senken. 

65 Die Tragplatte 2 bewirkt, daB die AuBenbereiche der 
Elektrode 10 und der gleichstromseitigen Elektrode und des 
KaltemitteleinlassesAauslasses 9 Isoliereigenschaft haben, 
und sie ist aus einem Metall gebildet. Als Alternative kann 
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eine leitfahige Schicht wie etwa eine Metallfolie an einer 
Oberflache eines isolierenden Substrate mit Ausnahme der 
Umfangsbereiche der Elektrode 10 und der gleichstromsei- 
tigen Elektrode und des KaltemitteleinlassesAauslasses 9 
angebracht sein. Es ist somit moglich, einen KurzschluB je- 5 
der Elektrode zu verhindern und der Tragplatte Leitfahig- 
keitseigenschaft zu verleihen. 

. Ferner kann der durch das Gehause 1 und der Tragplatte 2 
gebildete Innenraum mit einem inaktiven Material ausge- 
fullt sein, das eine Isoliereigenschaft hat, bei spiels weise mit 10 
Reinwasser, Ol, einem Siliziumgel, SF<5, einem Ron-Gas, 
Kohiendioxid, einem Ammoniakgas oder dergleichen. 
Wenn der Innenraum beispielsweise mit einem Epoxidharz 
abgedichtet wird, wird bei dem Warmhartvorgang eine Ver- 
werfung an dem Gehause 1 erzeugt. Wenn jedoch der Innen- 15 
raum mit Ol oder. einem Gel ausgefullt ist, stellt sich dieses 
Problem nicht. 

Bei dem Leistungsmodul dieser Ausfiihrungsform sind 
also sowohl das isolierende Substrat 5 als auch das Steue- 
rungssubstrat 11 von dem leitfahigen Gehause 1 und der 20 
Tragplatte 2 umgeben. Es ist somit moglich, ein Leistungs- 
modul zu erhalten, das ausgezeichnete elektromagnetische 
Abschirmeffekte zeigt, durch auBeres Rauschen praktisch 
nicht beeinfluBt wird und selbst kaum als externe Rausch- 
quelle wirkt. 25 

Das isolierende Substrat 5 ist mit der oberen Oberflache 
des Kuhlkorpers 3 durch das Lot 4 oder dergleichen verbun- 
den, und es wird im Gegensatz zu einem herkommlichen 
Beispiel keine Schraube verwendet. Es ist somit nicht erfor- 
derlich, eine Schraubendffhung an dem Kuhlkorper 3 auszu- 30 
bilden. Infolgedessen kann auch die Gr6Be des Kuhlkorpers 
3 geringer sein. Zusatzlich kann die herkommliche Grund- 
platte entfalien, und ein Warmeleitfett wird nicht benotigt. 
Dadurch kann der thermische Widerstand verringert wer- 
den, was zu einer erhohten Wanneabstrahlungswirkung des 35 
Kuhlkorpers 3 fiihrt. 

Ferner ist der Gleichstrom-Kondensator 16 ebenfalls in 
dem Gehause 1 vorgesehen. Es ist dadurch moglich, den 
EinfluB des externen Rauschens zu mindern. Wenn der 
Gleichstrom-Kondensator 16 an der AuBenseite des Gehau- 40 
ses 1 vorgesehen ist, wird eine Induktivitatskomponente der 
Hauptschaltung vergrdBert, aber das oben angesprochene 
Problem erhebt sich nicht. Ferner ist der Gleichstrom-Kon- 
densator 16 in Kontakt mit dem Kuhlkorper 3 vorgesehen. 
Daher kann von dem Gleichstrom-Kondensator 16 erzeugte 45 
Warme von dem Kuhlkorper 3 gut absorbiert werden. 

Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die die Struktur eines Lei- 
stungsmoduls gemaB einer ersten Abwandlung der Ausfiih- 
rungsform der Erfindung zeigt. Der Kuhlkorper 3 des in Fig. 
2 gezeigten Leistungsmoduis entfallt hier, und im Gehause 1 50 
ist ein Geblase 18 vorgesehen. Ein Gleichstrom-Kondensa- 
tor 16 ist nicht gezeigt, ist jedoch an einer Tragplatte 2 im 
Gehause 1 befestigt. Ein Kaltemittel, das von einer gleich- 
stromseitigen Elektrode und einem KaltemitteleinlaB 9a in 
das Gehause 1 zugefuhrt wird, wird im Gehause 1 durch das 55 
Geblase 18 umgewalzt und dann durch eine gleichstromsei- 
tige Elektrode und einen KaltemittelauslaB 9b nach auBen 
abgeleitet. Ebenso wie oben beschrieben kann beispiels- 
weise Reinwasser, Ol, SFg, ein Flon-Gas, Kohiendioxid, ein 
Ammoniakgas oder dergleichen als Kaltemittel verwendet 60 
werden. Infolgedessen kann die Innenseite des Gehauses 1 
mit dem umgewalzten Kaltemittel vollstandig gekiihlt wer- 
den, so daB die Kiihlwirkung verstarkt ist. 

Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die die Struktur eines Lei- 
stungsmoduls gemaB einer zweiten Abwandlung der Aus- 65 
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Eine leitfa- 
hige Abschirrnplatte 17 ist zusatzlich zu dem in Fig. 2 ge- 
zeigten Leistungsmodul vorgesehen. Die Abschirrnplatte 17 
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ist zwischen einem isolierenden Substrat 5 und einem Steue- 
rungs substrat 11 in einem Gehause 1 vorgesehen. Es ist so- 
mit moglich, elektromagnetische Abschirmwirkungen zwi- 
schen einem Haibleiter-Leistungsbauelement 7 und dem 
Steuerungssubstrat 11 zu erhalten. 

Obwohl die Erfindung im Detail beschrieben wurde, ist 
die vorstehende Beschreibung in jeder Hinsicht beispielhaft 
und nicht einschrankend. Es versteht sich, daB zahlreiche 
weitere Modifikationen und Abwandlungen moglich sind, 
ohne vom Schutzumfang der Erfindung abzuweichen. 

Patentanspruche 

1. Leistungsmodul, das folgendes aufweist: 
ein isolierendes Substrat (5) mit einer Hauptoberflache, 
auf der ein Haibleiter-Leistungsbauelement (7) ange- 
bracht ist; 

ein Steuerungssubstrat (11), auf dem ein Steuerungs-IC 
(13) zur Steuerung des Halbleiter-Leistungsbauele- 
ments (7) angebracht ist; 

eine leitfahige Tragplatte (2), an der das isolierende 
Substrat (5) und das Steuerungssubstrat (11) befestif C 
sind; und 

ein leitfahiges Gehause (1), das an einem Umfangsbe- 
reich der Tragplatte (2) befestigt ist, so daB es das iso- 
lierende Substrat (5) und das Steuerungssubstrat (11) 
zusammen mit der Tragplatte (2) umgibt. 

2. Leistungsmodul nach Anspruch 1, das ferner einen 
Kuhlkorper (3) aufweist, der in dem Gehause (1) vor- 
gesehen ist und mit einer zu der Hauptoberflache ge- 
geniiberliegenden. Riickseite des isolierenden Substrats 
(5) in Kontakt gehalten ist, 
wobei die Tragplatte folgendes aufweist: 
einen KaltemitteleinlaBAauslaB (9), der mit dem Kuhl- 
korper (3) gekoppelt ist; 

eine Elektrode (10), die mit dem Haibleiter-Leistungs- 
bauelement (7) elektrisch verbunden ist; und 
einen Steuerverbinder (15), der mit dem Steuerungs-IC 
(13) elektrisch verbunden ist, 

wobei diese Teile samtlich durch die Tragplatte (2) hin- 
durch vorgesehen sind. 

3. Leistungsmodul nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Haibleiter-Leistungsbauelement eir • 
Spannungsquellen-Umrichter ist und 
daB das Leistungsmodul ferner einen Gleichstrom- 
Kondensator (16) aufweist, der in Kontakt mit dem 
Kuhlkorper (3) gegeniiberliegend zu dem isolierenden 
Substrat (5) in dem Gehause (1) vorgesehen ist. 

4. Leistungsmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
der ferner eine Abschirrnplatte (17) aufweist, die zwi- 
schen dem isolierenden Substrat (5) und dem Steue- 
rungssubstrat (11) in dem Gehause vorgesehen ist. 

5. Leistungsmodul nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause und die 
Tragplatte so miteinander verbunden sind, daB eine 
Abdichteigenschaft darin enthalten ist. 

6. Leistungsmodul nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, insbesondere nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein von dem Gehause (1) und der 
Tragplatte (2) gebildeter Innenraum mit einem inakti- 
ven Material ausgefullt ist, das Isoliereigenschaften 
hat. 

7. Leistungsmodul nach einem der vorstehenden An- 
spruche, insbesondere nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Material als Kaltemittel wirkt 
und daB das Leistungsmodul ferner ein Geblase (18) 
aufweist, das in dem Gehause vorgesehen ist und das 
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im Gehause befindliche Material umwalzt. 
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